Electrodeposicion de nanoparticulas de Cu soportadas sobre
sustratos de SS 304
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INTRODUCCION

La sintesis de nanoparticulas de Cu (CuNPs) y peliculas delgadas ha recibido considerable atencion Sustrato: acero inoxidable AISI 304, A= 0,187 cm’
deb|d9 a su l.JSO en muchas a.pllcacnon’es. tales c:f)mo desmfef:jcante pgra aguas’ rgsuduales,.o. como Electrolitos empleados: 0,01 M CuSO, + 0,1 M H,SO,
material catalizador para reacciones quimicas, asi como también en microeelctronica y medicina [1]. 0,1 M H,SO, (blanco)
Estudios recientes han reportado particulas de Cu electrodepositadas en metales como el acero
inoxidable con fines antimicrobianos [2]. La electrodeposicion resulta una técnica adecuada para tal fin,
ya que permite realizar recubrimientos metalicos sobre distintos sustratos, logrando el control del
espesory la microestructura de los mismos. Caracterizacion de los depdsitos: * Microscopia AFM ex-situ

El objetivo del presente trabajo fue el estudio de los primeros estadios de la electrodeposicion de Cu * Microscopia SEM
sobre acero inoxidable AlSI 304, mediante técnicas electroquimicas convencionales y microscopias
AFMy SEM..

Técnicas empleadas: * Voltamperometria ciclica. CE: Pt, ER: ECS
* Cronoamperometria: escalones de potencial simple y doble

Voltamperometria ciclica AFM ex-situ
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Los resultados indicaron que la electrodeposicion de Cu sobre SS 304 involucra una
nucleacion seguida de un proceso de crecimiento limitado por difusion, y puede estar Las imagenes de AFM muestran depositos de Cu de varios tamafios distribuidos sobre el sustrato
acompanada con la adsorcion y reduccion de H'. de SS, corroborando el tipo de nucleacién progresiva. A valores de potencial mas negativos, se

observo la presencia de aglomerados de Cu, indicando la disminucion de particulas individuales.

Cronoamperometria
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' Los transitorios de corriente exhiben
la forma tipica de un proceso de
nucleacion con crecimiento 3D de
los nucleos, controlado por difusion
de las especies electroactivas.
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El transitorio de corriente a E= -0,350 V se uso0 para
obtener, a partir de la pendiente de la curva i vs ", m
el coeficiente de difusion, obteniéndose un valor de —_—
D= 2x10° cm’s”, similar al reportado en la literatura. e La técnica del doble pulso de potencial permitio
obtener depdsitos de Cu de menor tamafo y
mas uniformemente distribuidos.
En algunos casos se observron clusters de Cu
formados sobre estructuras dendriticas, que
pueden deberse a la reaccion competitiva del
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La nucleacion de Cu sobre SS, a E=-0,315V, responde a un mecanismo de tipo progresivo,

mientras que a E= -0,35V, la curva describe un modo de nucleacién intermedio entre progresivo

e instantaneo. A valores de potencial mas positivos,el mismo comportamiento se observa a Las imagenes SEM corroboraron la morfologia observada para el caso de depodsitos obtenidos por
tiempos cortos, pero a tiempos largos las curvas experimentales se alejan del modelo tedrico. doble pulso potenciostatico, mostrandose ademas estructuras adimensionales.

Las imagenes SEM mostraron estructuras unidimensionales cuando se aplicaron escalones
dobles de potencial.

Los resultados voltamperomeétricos indicaron que la formacion de nanoparticulas de Cu sobre

sustratos de SS 304, puede estar acompanada por la reaccion de reduccion del proton. [1] Borkow G., Gavia J. (2005) J. Curr. Med. Chem. 12, 2163-2175.

Los transitorios de corriente potenciostaticos indicaron, a potenciales mas negativos, una nucleacion [2] Fan S., Wang J., Guo Q., Zhang W. (2014) J. Appl. Mech. and Mat. 662, 141-146.

progresiva con crecimiento 3D bajo control difusional, o un modo de crecimiento intermedio entre los
dos casos extremos (instantaneo-progresivo)..

Las imagenes de AFM mostraron depdditos de Cu con diferentes tamarios sobre el SS, corroborando _ : : : : :
el caracter progresivo de la nucleacion. Avalores de potencial mas negativos se formaron estructuras Los autores agradecen a la Universidad nacional del Sur por el aporte financiero de este trabajo.

dendriticas sobre las cuales los cristalitos contintian creciendo. Esta morfologia puede ser indicativa J. Berthe agradece la beca otorgada por la Universidad Nacional del Sur.
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